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(57)【要約】
　柔軟材料のためのマウントウェッジの実施を説明する
。様々な実施形態によれば、ファブリック等の柔軟材料
がポータブルコンピューティングデバイス等のデバイス
の表面にラミネートされる。少なくともいくつかの実施
形態では、マウントウェッジが柔軟材料の端部をデバイ
スに固定するために利用されるとともに、デバイスのコ
ンポーネントのための取り付け面のために利用される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シャーシと、
　前記シャーシの表面の少なくとも一部にラミネートされる柔軟材料と、
　前記表面の前記一部に隣接して前記シャーシに取り付けられるマウントウェッジであっ
て、該マウントウェッジは、該マウントウェッジの端部が前記シャーシの前記表面の前記
一部の端部に対して前記柔軟材料の端部を挟むように配置される、マウントウェッジと、
　少なくとも前記マウントウェッジ上に取り付けられるか又は前記マウントウェッジ内に
組み込まれるコンポーネントと、
　を含む装置。
【請求項２】
　前記柔軟材料はファブリックを含む、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記シャーシは前記シャーシの前記表面の前記一部の前記端部に沿って形成されるウェ
ッジ溝を含み、前記マウントウェッジは該ウェッジ溝と連結するウェッジリブを含む、請
求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記マウントウェッジは、前記シャーシに取り付けられる少なくとも１つの他のマウン
トウェッジを含むマウントウェッジ構造の一部であり、該少なくとも１つの他のマウント
ウェッジは、前記少なくとも１つの他のマウントウェッジが前記シャーシの前記表面の前
記一部の別の端部に対して前記柔軟材料の別の端部を挟むように配置されている、請求項
１に記載の装置。
【請求項５】
　前記装置はウェアラブルコンピューティングデバイスを含む、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　少なくとも部分的に柔軟材料がラミネートされる表面を有するシャーシと、
　マウントウェッジであって、該マウントウェッジは、該マウントウェッジの端部が前記
シャーシの前記表面の内端に対して前記柔軟材料の端部を挟むように前記表面に隣接して
前記シャーシに取り付けられる、マウントウェッジと、
　前記マウントウェッジの表面に取り付けられるコンポーネントと、
　を含むコンピューティングデバイス。
【請求項７】
　前記コンピューティングデバイスはタブレットデバイスを含み、前記表面は該タブレッ
トデバイスの前面を含み、前記コンポーネントは前記タブレットデバイスのディスプレイ
面を含む、請求項６に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項８】
　前記コンピューティングデバイスはウェアラブルデバイスを含み、前記表面は該ウェア
ラブルデバイスの外面を含み、前記コンポーネントは前記ウェアラブルデバイスの出力部
を含む、請求項６に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項９】
　前記シャーシは前記シャーシの前記表面の前記端部に沿って配置されるウェッジ溝を含
み、前記マウントウェッジは該ウェッジ溝と連結するウェッジリブを含む、請求項６に記
載のコンピューティングデバイス。
【請求項１０】
　前記マウントウェッジは、少なくとも１つの他のマウントウェッジを含むマウントウェ
ッジ構造の一部であり、該マウントウェッジ構造は前記柔軟材料を前記シャーシの前記内
端に固定するために用いられるとともに、前記コンポーネントのための取り付け構造とし
て用いられる、請求項６に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項１１】
　シャーシと、
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　前記シャーシの前面の外周部を表すとともに柔軟材料がラミネートされるベゼルと、
　マウントウェッジであって、該マウントウェッジは、該マウントウェッジの端部と前記
ベゼルの内端との間に前記柔軟材料の端部が配置されるように前記ベゼルに隣接して前記
シャーシに取り付けられる、マウントウェッジと、
　前記マウントウェッジの表面に取り付けられるとともに前記ベゼルによって取り囲まれ
るディスプレイ面と、
　を含むポータブルコンピューティングデバイス。
【請求項１２】
　前記柔軟材料はファブリックを含む、請求項１１に記載のポータブルコンピューティン
グデバイス。
【請求項１３】
　前記シャーシは前記ベゼルの前記内端に隣接して形成される取り付け溝を含み、前記マ
ウントウェッジは該取り付け溝と連結する取り付けリブを含む、請求項１１に記載のポー
タブルコンピューティングデバイス。
【請求項１４】
　前記マウントウェッジの前記端部は前記ベゼルの前記内端に対して前記柔軟材料の前記
端部を挟む、請求項１１に記載のポータブルコンピューティングデバイス。
【請求項１５】
　前記マウントウェッジは、少なくとも１つの他のマウントウェッジを含むマウントウェ
ッジ構造の一部であり、該マウントウェッジ構造は前記柔軟材料を前記ベゼルの前記内端
に固定するために用いられるとともに、前記ディスプレイ面のための取り付け構造として
用いられる、請求項１１に記載のポータブルコンピューティングデバイス。
【発明の詳細な説明】
【発明の概要】
【０００１】
　本概要は、詳細な説明の欄において後でさらに説明する一連の概念を簡略化して紹介す
るために設けられている。本概要は、本願発明の主要な特徴又は不可欠な特徴をもっぱら
特定することを意図したものでもなければ、本願発明の範囲を決定するのを支援すること
を意図したものでもない。
　柔軟材料のためのマウントウェッジ（mounting　wedge　for　a　flexible　material
）の実施（implementations）を説明する。様々な実施形態によれば、ファブリック等の
柔軟材料がポータブルコンピューティングデバイス等のデバイスの表面にラミネートされ
る。少なくともいくつかの実施形態では、柔軟材料の端部をデバイスに固定するとともに
、デバイスのコンポーネンのための取り付け面のためにマウントウェッジが利用される。
【図面の簡単な説明】
【０００２】
　添付の図面を参照しながら詳細な説明を記載する。図面中の参照符号の最も左側の桁は
該参照符号が初出する図面を特定する。詳細な説明及び図面において異なる事例で同じ参
照符号を用いる場合、参照符号は同様の又は同一のアイテムを示し得る。図示のエンティ
ティは１つ以上のエンティティを示し得るため、説明ではエンティティの単数形又は複数
形を区別せずに言及し得る。
【図１】図１は、１つ以上の実施形態に係る、本明細書で説明する技術を用いることが可
能な例示のコンピューティングデバイスの図である。
【図２】図２は、１つ以上の実施形態に係る、図１に提示のものとは視角が異なるコンピ
ューティングデバイスを示す。
【図３】図３は、１つ以上の実施形態に係るマウントウェッジ構造を示す。
【図４】図４は、１つ以上の実施形態に係るマウントウェッジ構造を有するコンピューテ
ィングデバイスの前面図である。
【図５】図５は、１つ以上の実施形態に係るマウントウェッジの断面を示す。
【図６】図６は、１つ以上の実施形態に係るマウントウェッジの断面を示す。
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【図７】図７は、１つ以上の実施形態に係る、複数の取り付けピンを含むマウントウェッ
ジの前面図を示す。
【図８】図８は、１つ以上の実施形態に係る、マウントウェッジの取り付けのための例示
の実施シナリオを示す。
【図９】図９は、１つ以上の実施形態に係る、マウントウェッジの設置後のコンピューテ
ィングデバイスの一部の側断面図を示す。
【図１０】図１０は、１つ以上の実施に係る、マウントウェッジの設置後のコンピューテ
ィングデバイスの一部の側断面図を示す。
【図１１】図１１は、１つ以上の実施に係る、コンポーネントをマウントウェッジに取り
付けるための例示の実施シナリオを示す。
【図１２】図１２は、１つ以上の実施に係る、マウントウェッジを利用するウェアラブル
デバイスを示す。
【図１３】図１３は、１つ以上の実施に係る、マウントウェッジを利用するウェアラブル
デバイスを示す。
【図１４】図１４は、１つ以上の実施に係る、マウントウェッジを利用する物品製作のた
めの方法におけるステップを説明するフロー図である。
【図１５】図１５は、１つ以上の実施に係る、本明細書で説明する技術の実施形態を実施
するのに用いることが可能な例示のシステム及びデバイスを示す。
【発明を実施するための形態】
【０００３】
概要
　柔軟材料のためのマウントウェッジの実施を説明する。様々な実施によれば、ファブリ
ック等の柔軟材料がポータブルコンピューティングデバイス等のデバイスの表面にラミネ
ートされる。マウントウェッジは、柔軟材料の端部（edge）をデバイスに固定するととも
に、デバイスのコンポーネントのための取り付け面として用いられる。マウントウェッジ
は、例えばデバイスにディスプレイ面（例えば、ディスプレイ画面）を取り付けるために
用いることができる。少なくともいくつかの実施では、マウントウェッジはデバイスシャ
ーシから柔軟材料が剥がれたり、剥離したりするのを防ぐのを支援するとともに、デバイ
スコンポーネントのための取り付け面を提供する。
【０００４】
　一般に、ファブリックを装置にラミネートすることで、ユーザー体験を様々な形で高め
ることができる。例えば、タブレットコンピュータ、スマートフォンといったハンドヘル
ド状況で使用され得るデバイスを考えてみる。一般に、そのようなデバイスのシャーシは
、金属、金属合金、プラスチック等の剛体材料でできている。シャーシにファブリックを
ラミネートすることで、金属又はプラスチック材料よりも快適なハンドヘルドユーザー体
験が可能になる。また、ファブリックは滑り難いため、ユーザーの手からデバイスが滑り
落ちる可能性が低下し得る。ファブリックの積層は、下側の面（underlying　surface）
が傷付くこと及び／又は凹むことを低減すること等によってデバイスの損傷の保護も提供
し得る。
【０００５】
　ファブリックの積層はデバイスコンポーネントの振動を制動し得る。例えば、ファブリ
ックは可動のコンポーネントの動作の間に振動を吸収及び／又は分散し得る。これは、可
動のコンポーネントの動作の間に生じ得る振動によってもたらされる騒音を低減すること
ができる。これは、物理的に認知可能な振動に起因し得るユーザーの苛立ちや不快感も低
減し得る。
【０００６】
　以下の説明では、先ず、本明細書で説明する技術を用い得る例示のデバイスを説明する
。しかしながら、本明細書で説明する実施はこの例示のデバイスに限定されない。次に、
「マウントウェッジ」と題する節では１つ以上の実施に係るマウンドウェッジのいくつか
の例示の実施を説明する。これに続いて、「マウントウェッジシナリオ（Mounting　Wedg
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e　Scenarios）」と題する節では、１つ以上の実施に係るマウントウェッジを利用するた
めの例示の実施シナリオを説明する。次に、「例示の手順（Exemplary　Procedure）」と
題する節では、１つ以上の実施に係るマウントウェッジを利用する例示の製作方法を説明
する。最後に、本明細書で説明する様々な技術を実施し得る例示のシステム及びデバイス
を説明する。
【０００７】
例示のデバイス
　図１は、本明細書で説明する柔軟材料のためのマウントウェッジのための技術に従って
構成され得るコンピューティングデバイス１００の図である。この特定の例では、コンピ
ューティングデバイス１００はタブレットコンピューティングデバイスとして構成されて
いる。しかしながら、これは限定を意図したものではなく、コンピューティングデバイス
１００は携帯電話、ウェアラブルデバイス、デスクトップコンピューティングデバイス、
ゲーム機等の様々な他の形で構成され得る。
【０００８】
　そのため、コンピューティングデバイス１００は実質的なメモリリソース及びプロセッ
サリソースを有するフルリソースデバイスからメモリリソース及び／又は処理リソースが
限られた低リソースデバイスと多岐に亘り得る。コンピューティングデバイス１００は、
コンピューティングデバイス１００に１つ以上の動作を行わせるソフトウェアと作動的に
関連付けられている。コンピューティングデバイス１００の例示の実施を、図１５を参照
しながら後で説明する。なお、添付の図面に図示するコンピューティングデバイス１００
及びその様々なコンポーネントは必ずしも縮尺通りに図示されていない。
【０００９】
　コンピューティングデバイス１００は前面１０４及び後面１０６を有するシャーシ１０
２を含む。一般に、シャーシ１０２はコンピューティングデバイス１００の主たる支持構
造を表す。シャーシ１０２は、プラスチック、金属、合金、繊維複合材（fiber　composi
tes）等の様々な種類の材料及び／又は材料の組み合わせで構成され得る。コンピューテ
ィングデバイス１００の様々なコンポーネントがシャーシ１０２に、例えばシャーシ１０
２の内面及び／又は外面等に取り付けられ得る。
【００１０】
　前面１０４にはディスプレイ面１０８が配置されている。ディスプレイ面１０８はコン
ピューティングデバイス１００のディスプレイ装置を覆う面を表す。様々な実施によれば
、ディスプレイ面１０８はディスプレイ装置と一体化されて得るか又はシャーシ１０２内
でディスプレイ面１０８の下に取り付けられるディスプレイ装置上の覆いであり得る。デ
ィスプレイ面１０８はガラス、プラスチック等の任意の好適な材料から形成され得る。前
面１０４はディスプレイ面１０８を取り囲む前面１０４の外周部を表すベゼル１１０をさ
らに含む。
【００１１】
　様々な実施によれば、コンピューティングデバイス１００の外面の一部がファブリック
で覆われている。例えば、ベゼル１１０及び／又は後面１０６にファブリックがラミネー
トされている。少なくともいくつかの実施では、ディスプレイ面１０８及びケーブル及び
／又は周辺取り付けのための開口を除くコンピューティングデバイス１００の外面の全て
がファブリックで覆われ得る。一般に、ファブリックは、コンピューティングデバイス１
００の外面にラミネートされ得る柔軟材料を表す。好適なファブリックの例としては天然
の材料（例えば、綿、シルク、ウール、リネン等）でできたファブリック、合成の材料（
例えば、ナイロン、ポリエステル、アラミド、炭素繊維等）でできたファブリック及びそ
れらの組み合わせが挙げられる。しかしながら、本明細書で使用の「ファブリック」は任
意の柔軟材料を意味し、柔軟な金属（例えば、薄いシート金属）、金属材料、ゴム（例え
ば、天然及び／又は合成のもの）等を含み得る。これらの例を限定として解釈すべきでは
なく、特許請求の範囲に記載の実施に従って様々な他の種類の材料が用いられ得る。
【００１２】
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　１つ以上の実施によれば、ファブリック層を下側の面に積層することはファブリック層
全体を下側の面に貼り付けることを含み得る。あるいは、ファブリック層はその下側の面
にファブリック層を部分的に貼り付けることによってラミネートされ得る。例えば、ファ
ブリック層の一部のみを（例えば接着剤及び／又は他の取り付け方法を用いて）表面に貼
り付け、他の部分は貼り付けないようにすることができる。例えば、他の部分は下側の面
の部分、例えばファブリック層の貼り付けられた部分の間の部分の上に載せられる及び／
又は引き伸ばされ得る。
【００１３】
　明確には図示していないが、コンピューティングデバイス１００は様々な周辺機器をコ
ンピューティングデバイス１００に着脱可能に取り付けできるように構成され得る。その
ような周辺機器の例としてはキーボード、ゲームコントローラ、音楽入力装置（例えばデ
ジタルピアノキーボード）等の入力装置が挙げられる。着脱可能な取り付けは、マグネッ
ト取り付け、コネクタ取り付け、クリップ取り付け等の様々な方法で実現され得る。
【００１４】
　図２は、図１のものとは視角（viewing　angle）が異なるコンピューティングデバイス
１００を示す。この視角では、前面１０４及びディスプレイ面１０８に対するベゼル１１
０の物理的な構成をより容易に見ることができる。上述したように、ベゼル１１０にはフ
ァブリックがラミネートされている。後でさらに詳述するように、シャーシ１０２内のデ
ィスプレイ面１０８の下にマウントウェッジが固定されている。一般に、マウントウェッ
ジはベゼルのファブリックの端部をディスプレイ面１０８の外周に沿って固定するための
方法を提供するともに、ディスプレイ面１０８を固定するための取り付けプラットフォー
ムを提供する方法を提供する。
【００１５】
　コンピューティングデバイス１００を紹介した所で、次に１つ以上の実施に係るマウン
トウェッジのいくつかの例示の実施の説明を考えてみる。
【００１６】
マウントウェッジ
　図３は、１つ以上の実施に係るマウントウェッジ構造３００を示す。マウントウェッジ
構造３００はマウントウェッジ３０２ａ、３０２ｂ、３０２ｃ及び３０２ｄを含む。マウ
ントウェッジ３０２ａ～３０２ｄはプラスチック、金属、複合材料、合金等の任意の好適
な材料で作ることができる。本明細書でさらに説明するように、マウントウェッジ構造３
００はファブリックの端部を固定するため及び様々なコンポーネントをデバイスに取り付
けるための構造を提供する。
【００１７】
　図４は、例えば、ディスプレイ面１０８を取り付ける前のディスプレイ面１０８がない
状態のコンピューティングデバイス１００の前面を示す。マウントウェッジ３０２ａ～３
０２ｄを含むマウントウェッジ構造３００がベゼル１１０の内端に沿って設置されている
。後続の図でさらに図示するように、マウントウェッジ３０２ａ～３０２ｄの上面は平坦
であり、ディスプレイ面１０８の端部及び／又は他のコンポーネントのための取り付け面
を提供する。マウントウェッジ３０２ａ～３０２ｄを設置する例示の方法を以下で説明す
る。
【００１８】
　様々な実施によれば、別々のマウントウェッジ３０２ａ～３０２ｄを用いることで、コ
ンピューティングデバイス１００のシャーシサイズの変化に対応することができる。例え
ば、製造プロセスの間に、様々なコンピューティングデバイス１００のために様々なシャ
ーシ間でサイズの変化が起こり得る。そのため、間に間隙がある別々のマウントウェッジ
を利用することで、サイズがわずかに異なり得るデバイスにマウントウェッジ構造３００
を設置することが可能になる。しかしながら、これは限定を意図したものではなく、いく
つかの代替的な実施では特許請求の範囲に記載の実施の範囲内に留まりながら一体型のマ
ウントウェッジ構造が利用され得る。
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【００１９】
　図５は例示のマウントウェッジ５００の一部の断面を示す。マウントウェッジ５００は
ディスプレイ面１０８等の様々なコンポーネントが取り付けられ得る上面５０２を含む。
マウントウェッジ５００は取り付けピン５０４も含む。取り付けピン５０４は、マウント
ウェッジ５００を関連するデバイスに取り付けるのに用いることが可能なマウントウェッ
ジ５００の一部を表す。少なくともいくつかの実施では、取り付けピン５０４は熱かしめ
、機械かしめ等の任意の好適なかしめ法を用いて関連する装置にマウントウェッジ５００
を取り付けるのに用いられるかしめピンとして実施することができる。しかしながら、こ
れは限定を意図したものではなく、マウントウェッジ５００はかしめ法に加えて又は変え
て任意の好適な取り付け方法を用いて装置に取り付けてもよい。なお、この特定の例では
、取り付けピン５０５の長さを通る軸は上面５０２の面に対して垂直である。
【００２０】
　マウントウェッジ５００はマウントウェッジ５００の底面に沿って延びるとともに、フ
ァブリックを定位置で固定するためにマウントウェッジ５００がファブリックの端部を加
圧できるようにするウェッジリブ５０６をさらに含む。少なくともいくつかの実施では、
ウェッジリブ５０６はマウントウェッジの底面に配置される１つの連続したリブとして実
施され得るか又はマウントウェッジ５００の底面に間欠的に配置される複数の別個のリブ
として実施され得る。なお、この特定の例では、ウェッジリブ５０６の長さを通る軸は上
面５０２の面に対して垂直である。
【００２１】
　マウントウェッジ５００を矩形のものとして図示しているが、これは限定を意図したも
のではない。例えば、マウントウェッジは特許請求の範囲に記載の実施の精神及び範囲内
で様々な形状及び構成で実施できる。マウントウェッジは例えば円形、楕円形、円弧状等
であってもよい。そのため、マウントウェッジ及び／又はマウントウェッジ構造は多種多
様な実施シナリオに適合できるように多種多様な形に形成され得る。
【００２２】
　図６はマウントウェッジ５００の別の部分の別の断面を示す。図６に示す図は図５に示
す図に対して回転されている。上面５０２及びウェッジリブ５０６に加えて、マウントウ
ェッジ５００は前端６００を含む。一般に、前端６００はベゼル１１０に対向するととも
に、コンピューティングデバイス１００のベゼル１１０にラミネートされたファブリック
の一部の端部を加圧するのに用いられるマウントウェッジ５００の前面を表す。
【００２３】
　図７は前端６００と、前端６００の下に配置されたウェッジリブ５０６とを含むマウン
トウェッジ５００の一部の前面図を示す。マウントウェッジ５００の下面に沿って配置さ
れた取り付けピン７００ａ、７００ｂ及び７００ｎもさらに含む。１つ以上の実施によれ
ば、取り付けピン７００ａ～７００ｎは前述した取り付けピン５０４の実施を表す。図示
のように、取り付けピン７００ａ～７００ｎはマウントウェッジ５００の下面に沿って間
欠的に配置されている。様々な実施によれば、マウントウェッジ５００のための異なる実
施シナリオに適するように任意の数及び／又は構成の取り付けピンが利用され得る。
【００２４】
マウントウェッジシナリオ
　本節では、１つ以上の実施に係る、様々なシナリオおけるマウントエッジを利用するた
めのいくつかの例示のシナリオを説明する。
【００２５】
　図８は、１つ以上の実施に係るマウントウェッジの取り付けのための例示の実施シナリ
オ８００を示す。シナリオ８００の上側部分は、シャーシ１０２、後面１０６及びベゼル
１１０の一部を含む前述したコンピューティングデバイス１００の部分の側断面図を含む
。シャーシ１０２の一部として取り付け面８０２及びウェッジ溝８０４をさらに図示する
。
【００２６】
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　コンピューティングデバイス１００はベゼル１１０の外面にラミネートされた上側ファ
ブリック層８０６と後面１０６にラミネートされた下側ファブリック層８０８とを含む。
一般に、シナリオ８００の上側部分に示す図は、コンピューティングデバイス１００の様
々な面にファブリックがラミネートされる製造プロセスにおける特定の段階を表す。なお
、上側ファブリック層８０６は、ファブリックの内端８１２が内端８１０を越えて突出す
るようにベゼル１１０の内端８１０と重なる。例えば、上側ファブリック層８０６はベゼ
ル１１０の外面よりも大きい（例えば表面積が大きい）。
【００２７】
　シナリオ８００を続けて、マウントウェッジ５００はベゼルの内端８１０に隣接してシ
ャーシ１０２に取り付けられる。図示のように、マウントウェッジ５００は接着剤８１４
及び／又は他の取り付け方法により取り付け面８０２に取り付けられている。あるいは又
はそれに加えて、接着剤８１４に加えて又は接着剤８１４に代えて、（前述した）取り付
けピン５０４を用いてマウントウェッジ５００をシャーシ１０２に取り付けてもよい。感
圧接着剤（ＰＳＡ）、コンタクト接着剤、マルチパート（multi-part）接着剤等の任意の
好適な接着剤８１４を利用してもよい。
【００２８】
　シナリオ８００の下側部分に進んで、マウントウェッジ５００をシャーシ１０２に取り
付けると、マウントウェッジ５００の前端６００とベゼル１１０の内端８１０との間にフ
ァブリックの内端８１２が挟まれる。任意の接着層を用いてファブリックの内端８１２を
内端８１０に押し付けるのを支援するようにしてもよい。
【００２９】
　ベゼルの前端６００によってファブリックの内端８１２が持続的に加圧されるようにす
るために、ウェッジリブ５０６がウェッジ溝８０４に圧入されるとともに連結されている
。一般に、ウェッジ溝８０４はベゼル１１０の内端８１０の一部又は全てに沿って形成さ
れている。ウェッジ溝８０４は、マウントウェッジ５００が設置されると、マウントウェ
ッジ５００の前端６００とベゼル１１０の内端８１０との間の間隙が、例えばマウントウ
ェッジ５００を設置する前等の弛緩状態のファブリックの内端８１２の厚さよりも小さく
なるような幅を有する。そのため、マウントウェッジ５００はベゼル１１０の内端８１０
にファブリックの内端８１２を押し付け、ファブリック層８０６の剥がれ及び／又は剥離
の防止を支援する。
【００３０】
　図９は、図８を参照して上述したマウントウェッジ５００を設置した後のコンピューテ
ィングデバイス１００の一部の側断面図を示す。理解を容易にするために、コンピューテ
ィングデバイス１００の所定の特徴は省略してある。
【００３１】
　マウントウェッジ５００の前端６００とベゼル１１０の内端８１０との間に挟まれた上
側ファブリック層８０６のファブリックの内端８１２を図示する。シャーシ１０２の固定
孔９００内で固定された取り付けピン５０４もさらに図示する。例えば、固定孔９００は
図８を参照しながら上述した取り付け面８０２内で生じる。少なくともいくつかの実施で
は、取り付けピン５０４は機械かしめ、熱かしめ等のかしめ法により固定孔９００内に固
定可能なかしめピンを表す。そのため、固定孔９００内に取り付けピン５０４を固定する
ことで上面５０２の面（surface　plane）の変動を最小限に抑えるシャーシ１０２へのマ
ウントウェッジ５００の取り付け法を提供する。図７を参照しながら上述したように、マ
ウントウェッジ５００は、隣接面にマウントウェッジ５００を取り付けることができるよ
うにその表面沿いの様々な場所で複数の取り付けピンを利用し得る。
【００３２】
　図１０は、図８を参照しながら上述したマウントウェッジ５００の設置後のコンピュー
ティングデバイス１００の部分の側断面図を示す。理解を容易にするために、コンピュー
ティングデバイス１００の所定の特徴を省略してある。図１０は、図９に図示のものとは
異なるマウントウェッジ５００の部分の断面を示す。
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【００３３】
　マウントウェッジ５００の前端６００とベゼル１１０の内端８１０との間に挟まれた上
側ファブリック層８０６のファブリックの内端８１２を図１０の一部として示す。ウェッ
ジ溝８０４内で連結されたウェッジリブ５０６もさらに図示する。上述したように、シャ
ーシ１０２へのマウントウェッジ５００の取り付けの間、ウェッジリブ５０６がウェッジ
溝８０４に圧入される。これにより、マウントウェッジ５００の前端６００がファブリッ
クの内端８１２を加圧する。ファブリックの内端８１２に対する圧力はファブリックの内
端８１２が定位置で保持されるのを支援するため、上側ファブリック層８０６の剥がれ及
び／又は剥離をもたらし得る上側ファブリック層８０６の動きが防止される。
【００３４】
　図１１は、１つ以上の実施形態に係る、マウントウェッジにコンポーネントを取り付け
るための例示の実施シナリオ１１００を図示する。少なくともいくつかの実施では、シナ
リオ１１００は上述したシナリオ８００の続きを表す。シナリオ１１００の上部は、シャ
ーシ１０２、後面１０６及びベゼル１１０の一部を含む、上述したコンピューティングデ
バイス１００の部分の側断面図を含む。ディスプレイ面１０８及び接着層１１０２の一部
と共に、上側ファブリック層８０６及び下側ファブリック層８０８をさらに図示する。
【００３５】
　シナリオ１１００の下部に進んで、ディスプレイ面１０８は接着層１１０２によりマウ
ントウェッジ５００の上面５０２に取り付けられている。少なくともいくつかの実施によ
れば、ディスプレイ面１０８の外端１１０４は上側ファブリック層８０６のファブリック
の内端８１２と接触する。そのため、上側ファブリック層８０６とディスプレイ面１０８
との間で滑らかな遷移が得られる。
【００３６】
　マウントウェッジ５００へのディスプレイ面１０８の取り付けを図示するが、ディスプ
レイ面１０８は複数のマウントウェッジを含むマウントウェッジ構造に取り付けられても
よいことが分かる。例えば、図３に示すマウントウェッジ構造３００を参照して、ディス
プレイ面１０８の外周端をマウントウェッジ構造３００のマウントウェッジ３０２ａ～３
０２ｄに取り付けることができる。
【００３７】
　本明細書では、マウントウェッジへのディスプレイ面の取り付けを参照しながら実施を
説明したが、多種多様な他のコンポーネントがマウントウェッジに取り付け及び／又は載
置され得る。例えば、デバイスに可動コンポーネントを取り付けることができるようにす
るためにマウントウェッジの面（例えば上面）にヒンジを取り付けてもよい。例えば、ヒ
ンジは可動カバー、可動支持コンポーネント、可動ディスプレイ等をマウントウェッジに
取り付けるのに使用され得る。さらに他の例では、デバイスの電子部品を含むプリント基
板（ＰＣ）、アンテナ、接続ポート、音声出力装置等の電子部品をマウントウェッジの面
に取り付けてもよい。
【００３８】
　さらに別の例では、マウントウェッジ内に部品が組み込まれ得る。例えば、デバイス上
の空間を節約するために、マウントウェッジの構造内にアンテナ及び／又は他のコンポー
ネントが組み込まれ得る。
【００３９】
　図１２は、１つ以上の実施に係るマウントウェッジ及び／又はマウントウェッジ構造を
利用するウェアラブルデバイス１２００を示す。少なくともいくつかの実施では、ウェア
ラブルデバイス１２００は「スマートウォッチ」及び／又はユーザーの手首の周囲に装着
され得る他の装置を表す。ウェアラブルデバイス１２００はデータ処理、無線データ通信
等のための様々な電子部品を含む。ウェアラブルデバイス１２００の例示のコンポーネン
トは図１５のシステム１５００を参照しながら後で説明する。
【００４０】
　ウェアラブルデバイス１２００はウェアラブルデバイス１２００の内面にラミネートさ
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れた内側ファブリック層１２０２と、ウェアラブルデバイス１２００の外面にラミネート
された外側ファブリック層１２０４とを含む。内側ファブリック層１２０２及び外側ファ
ブリック層１２０４はファブリックの取り付けのための任意の好適な技術を用いてラミネ
ートされ得る。ウェアラブルデバイス１２００は、ウェアラブルデバイス１２００のため
の視覚出力面（例えばディスプレイ画面）を表すディスプレイ面１２０６をさらに含む。
少なくともいくつかの実施では、ディスプレイ面１２０６へのタッチジェスチャー、ディ
スプレイ面１２０６の近傍で行われるタッチレスジェスチャー等を通じてユーザーがウェ
アラブルデバイス１２００に入力を提供することができるように、ディスプレイ面１２０
６はタッチ及び／又はジェスチャー機能を有し得る。
【００４１】
　ウェアラブルデバイス１２００は、ウェアラブルデバイス１２００にディスプレイ面１
２０６を取り付けるとともに、ウェアラブルデバイス１２００の外面且つディスプレイ面
１２０６の端部の周囲に外側ファブリック層１２０４を固定するためにマウントウェッジ
構造を利用する。例えば、マウントウェッジ構造は、上述した技術を用いてウェアラブル
デバイス１２００のシャーシ内に取り付けられ得る。そのため、マウントウェッジ構造は
外側ファブリック層１２０４の端部を固定するとともにディスプレイ面１２０６を取り付
けのためのコンパクトで且つ耐久性のある方法を提供する。
【００４２】
　図１３は、１つ以上の実施に係るマウントウェッジ及び／又はマウントウェッジ構造を
利用するウェアラブルデバイス１３００を示す。少なくともいくつかの実施では、ウェア
ラブルデバイス１３００は「スマートグラス」及び／又はユーザーの頭に装着され得る他
のデバイスを表す。ウェアラブルデバイス１３００はデータ処理、無線データ通信等のた
めの様々な電子部品を含む。ウェアラブルデバイス１３００の例示のコンポーネントは図
１５のシステム１５００を参照しながら後で説明する。
【００４３】
　ウェアラブルデバイス１３００は、ウェアラブルデバイス１３００の１つ以上の外面等
のウェアラブルデバイス１３００の一部にラミネートされたファブリック層１３０２を含
む。スマートグラスの例を参照して、ファブリック層１３０２はこめかみ部、エンドピー
ス部、リム／アイウェア部及び／又は他のレンズ取り付け面、ブリッジ等のメガネフレー
ムの一部に取り付けられている。例えば、ウェアラブルデバイス１３００のレンズ取り付
け部１３０４にマウントウェッジを取り付けることができる。マウントウェッジはファブ
リック層１３０２の端部を固定するとともに、ウェアラブルデバイス１３００にレンズ１
３０６を取り付けるための方法を提供することができる。様々な実施によれば、ファブリ
ック層１３０２を利用することで、ウェアラブルデバイス１３００を装着したときのユー
ザーの快適性を高めることでき、ウェアラブルデバイス１３００を装着したときの滑りが
低減され得る。
【００４４】
　そのため、実施では、ファブリックを装置の様々な部分に固定するとともに、様々なコ
ンポーネントを装置に取り付けるためにマウントウェッジが利用され得る。少なくともい
くつかの実施では、マウントウェッジはファブリックのすべり及び／又は剥離を低減する
。マウントウェッジはコンポーネントの取り付けのための大きく安定した表面領域も提供
する。
【００４５】
　少なくともいくつかの実施では、図８及び図１１を参照して説明したシナリオは異なる
過程を生成するのに行われ得る連続した製作プロセス及び柔軟材料のためのマウントウェ
ッジのための技術に係る装置の実施を表す。
【００４６】
　柔軟材料のためのマウントウェッジのためのいくつかの例示の実施シナリオを説明して
きたが、次に１つ以上の実施に係る例示の手順を考える。
【００４７】
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例示の手順
　以下の説明では、１つ以上の実施に係るマウントウェッジを利用する例示の製作手順を
説明する。例示の手順は図１５のシステム１５００で及び／又は任意の他の好適な環境で
用いられ得る。少なくともいくつかの実施では、当該手順は部分的に又は全体的に自動化
されたプロセス、例えば製作及び／又は製造プロセスにより行われ得る。当該手順は、例
えば上述したシナリオの様々な態様を行うための例示の方法を説明する。
【００４８】
　図１４は、１つ以上の実施に係る方法におけるステップを説明するフロー図である。該
方法はマウントウェッジを利用する物品の製作のための例示の実施を概して説明する。
【００４９】
　ステップ１４００では、柔軟材料が物品の表面にラミネートされる。物品は、例えばコ
ンピューティングデバイス１００等のデバイスを含み得る。しかしながら、任意の好適な
物品に柔軟材料をラミネートしてもよい。柔軟材料の例としてはファブリック及び他の種
類の材料が挙げられる。柔軟材料の例は既に上述してある。
【００５０】
　ステップ１４０２では、柔軟材料の少なくとも１つの端部を固定するために物品にマウ
ントウェッジが取り付けられる。マウントウェッジを取り付ける例示の方法は既に上述し
てある。少なくともいくつかの実施では、マウントウェッジの設置は複数のマウントウェ
ッジを含むマウントウェッジ構造の設置の一部であり得る。
【００５１】
　ステップ１４０４では、物品にコンポーネントを取り付けるための取り付け構造として
マウントウェッジが利用される。マウントウェッジは、例えば上述したディスプレイ面１
０８等のコンポーネントを取り付けるための取り付け面として利用され得る。あるいは又
はそれに加えて、アンテナ又は他の電子部品等のコンポーネントがマウントウェッジ内に
組み込まれ得る。
【００５２】
　したがって、マウントウェッジは柔軟材料の一部を物品に固定するとともに物品へのコ
ンポーネントの取り付けのために利用され得る。
【００５３】
　柔軟材料のためのマウントウェッジのための例示の手順を説明してきたが、次に１つ以
上の実施に係る例示のシステム及びデバイスを考える。
【００５４】
例示のシステム及びデバイス
　図１５は概して１５００を付した例示のシステムを示す。例示のシステムは、本明細書
に記載の様々な技術を実施し得る１つ以上のコンピューティングシステム及び／又はデバ
イスを表す例示のコンピューティングデバイス１５０２を含む。
【００５５】
　図示した例示のコンピューティングデバイス１５０２は処理システム１５０４と、１つ
以上のコンピュータ読み取り可能媒体１５０６と、互いに通信的に連結された１つ以上の
Ｉ／Ｏインターフェイス１５０８とを含む。図示していないが、コンピューティングデバ
イス１５０２は様々なコンポーネントを互いに連結するシステムバス又は他のデータ及び
コマンド転送システムをさらに含み得る。システムバスはメモリバス若しくはメモリコン
トローラ、周辺バス、ユニバーサルシリアルバス及び／又は様々なバスアーキテクチャの
いずれかを利用するプロセッサ若しくはローカルバス等の様々なバス構造のうちの１つ又
は組み合わせを含むことができる。制御及びデータ線等の様々な他の例も考えられる。
【００５６】
　処理システム１５０４はハードウェアを使って１つ以上の動作を行う機能を表す。した
がって、処理システム１５０４はプロセッサ、機能ブロック等として構成され得るハード
ウェア要素１５１０を含むものとして図示されている。これは、１つ以上の半導体を用い
て形成された特定用途向け集積回路又は他の論理デバイスとしてのハードウェアでの実施
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を含み得る。ハードウェア要素１５１０はそれらが作られる材料又は用いられる処理メカ
ニズムによって限定されない。例えば、プロセッサは半導体及び／又はトランジスタ（例
えば、電子集積回路（ＩＣ））で構成され得る。そのような文脈において、プロセッサ実
行可能命令は電気的に実行可能な命令であり得る。
【００５７】
　コンピュータ読み取り可能記憶媒体１５０６をメモリ／記憶装置１５１２を含むものと
して図示している。メモリ／記憶媒体１５１２は１つ以上のコンピュータ読み取り可能媒
体に関連するメモリ／記憶容量を表す。メモリ／記憶コンポーネント１５１２は揮発性媒
体（ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ））及び／又は不揮発性媒体（読み取り専用メモリ
（ＲＯＭ）、フラッシュメモリ、光ディスク、磁気ディスク等）を含み得る。メモリ／記
憶コンポーネント１５１２は固定媒体（例えば、ＲＡＭ、ＲＯＭ、固定ハードディスク等
）に加えてリムーバブル媒体（例えばフラッシュメモリ、リムーバブルハードディスク、
光ディスク等）を含み得る。コンピュータ読み取り可能媒体１５０６は以下でさらに説明
するように様々な他の方法で構成され得る。
【００５８】
　入出力インターフェイス１５０８は、様々な入出力装置を用いて、ユーザーが命令及び
情報をコンピューティングデバイス１５０２に入力できるようにするとともに、ユーザー
及び／又は他のコンポーネント若しくはデバイスに情報を提示できるようにする機能を表
す。入力装置の例としてはキーボード、カーソル制御装置（例えばマウス）、マイクロフ
ォン、スキャナ、タッチ機能（静電センサ又は物理的な接触を検出するよう構成された他
のセンサ）、カメラ（例えば、接触を伴わないジェスチャーとして動作を認識するために
赤外周波数等の可視又は非可視波長を用いるもの）等が挙げられる。出力装置の例として
はディスプレイ装置（例えばモニタ又はプロジェクタ）、スピーカー、プリンタ、ネット
ワークカード、触覚応答デバイス等が挙げられる。そのため、コンピューティングデバイ
ス１５０２はユーザーインタラクションをサポートするために様々な形で構成され得る。
【００５９】
　コンピューティングデバイス１５０２は、コンピューティングデバイス１５０２から物
理的に且つ通信的に取り外し可能な入力装置１５１４と通信的に且つ物理的に連結されて
いるものとしてさらに図示されている。このように、多種多様な機能をサポートするため
に多種多様な構成を有するコンピューティングデバイス１５０２に多種多様な入力装置が
連結され得る。この例では、入力装置１５１４は感圧キー、機械スイッチキー等として構
成され得る１つ以上のキー１５１６を含む。
【００６０】
　入力装置１５１４は様々な機能をサポートするように構成され得る１つ以上のモジュー
ル１５１８を含むものとしてさらに図示されている。例えば、１つ以上のモジュール１５
１８は、例えばキー１５１６から受信したアナログ及び／又はデジタル信号を処理して、
キーストロークが意図されたものであったかどうかを判断すること、入力が静止圧（rest
ing　pressure）を示すものかどうかを判断すること、コンピューティングデバイス１５
０２を用いた動作のために入力装置１５１４の認証をサポートすることを行うように構成
され得る。
【００６１】
　システム１５００は、本明細書で説明した技術を実施するための様々な種類の製造工具
、機械、制御回路等及び／又はそれらの組み合わせを表す製造装置１５２０をさらに含む
。製造装置１５２０の例としては、スタンピングプレス、ＣＮＣミル及び／又は制御ユニ
ット、切断装置及び／又は工具、エッチング装置、金型装置等が挙げられる。少なくとも
いくつかの実施では、製造装置をコンピューティングデバイス１５０２の一部を通じて制
御して上述した例示の手順を実施することができる。
【００６２】
　本明細書では様々な技術をソフトウェア、ハードウェア要素又はプログラムモジュール
の一般的な文脈で説明し得る。一般に、そのようなモジュールは、特定のタスクを行うか
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又は特定の抽象データタイプを実施するルーチン、プログラム、オブジェクト、要素、コ
ンポーネント、データ構造等を含む。本明細書で使用の「モジュール」、「機能」及び「
コンポーネント」は概してソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア又はその組み合
わせを表し得る。本明細書で説明した技術の特徴はプラットフォーム独立型である。これ
は、係る技術が様々なプロセッサを有する様々な商用のコンピューテングプラットフォー
ム上で実施され得ることを意味する。
【００６３】
　上述したモジュール及び技術の実施は、ある形態のコンピュータ読み取り可能媒体に保
存され得るか又は全体に亘って送信され得る。コンピュータ読み取り可能媒体はコンピュ
ーティングデバイス１５０２によってアクセスされ得る様々な媒体を含み得る。限定では
なく一例として、コンピュータ読み取り可能媒体は「コンピュータ読み取り可能記憶媒体
」及び「コンピュータ読み取り可能信号媒体」を含み得る。
【００６４】
　「コンピュータ読み取り可能記憶媒体」は単なる信号送信、搬送波又は信号自体とは対
照的に情報の持続的な記憶を可能にする媒体及び／又は装置を意味し得る。コンピュータ
読み取り可能記憶媒体は信号自体を含まない。コンピュータ読み取り可能記憶媒体は、コ
ンピュータ読み取り可能命令、データ構造、プログラムモジュール、論理素子／回路又は
他のデータ等の情報の記憶に適した方法又は技術で実施される揮発性及び不揮発性、リム
ーバブル及び固定の媒体及び／又は記憶装置等のハードウェアを含む。コンピュータ読み
取り可能記憶媒体の例としては限定されないがＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシ
ュメモリ又は他のメモリ技術、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ若しくは他の光学記憶装置、ハード
ディスク、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク記憶装置又は他の磁気記憶装置又は
他の記憶装置、有形媒体又は所望の情報の記憶に適するとともにコンピュータによってア
クセスされ得る製品（article　of　manufacture）が挙げられる。
【００６５】
　「コンピュータ読み取り可能信号媒体」は、例えばネットワークを通じてコンピューテ
ィングデバイス１５０２のハードウェアに命令を送信するように構成された信号搬送媒体
（signal-bearing　medium）を意味し得る。信号媒体は一般にコンピュータ読み取り可能
命令、データ構造、プログラムモジュール又は搬送波、データ信号若しくは他の搬送メカ
ニズム等の変調データ信号における他のデータを具現化し得る。信号媒体は任意の情報搬
送媒体も含む。「変調データ信号」という用語は、信号内の情報を符号化するようにその
特徴のうちの１つ以上が設定又は変更された信号を意味する。限定ではなく一例として、
通信媒体は有線ネットワーク又は直接有線接続等の有線媒体や、音響、ＲＦ、赤外線及び
他の無線媒体等の無線媒体を含む。
【００６６】
　前で説明にしたように、ハードウェア要素１５１０及びコンピュータ読み取り可能媒体
１５０６は、１つ以上の命令を行うこと等の本明細書で説明した技術の少なくともいくつ
かの態様を実施するためにいくつかの実施で使用され得るハードウェア形態で実施される
モジュール、プログラマブルデバイスロジック及び／又は固定のデバイスロジックを表す
。ハードウェアは集積回路又はオンチップシステムのコンポーネント、特定用途向け集積
回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、コンプレック
スプログラマブルロジックデバイス（ＣＰＬＤ）及びシリコン又は他のハードウェアでの
他の実施を含み得る。この文脈でハードウェアはハードウェアによって具現化される命令
及び／又はロジックにより定義されるプログラムタスクを行う処理装置に加えて、実行の
ための命令を記憶するのに利用されるハードウェア、例えば前述したコンピュータ読み取
り可能記憶媒体として動作し得る。
【００６７】
　本明細書で説明した様々な技術を実施するために、前述したものの組み合わせも用いら
れ得る。したがって、ソフトウェア、ハードウェア又は実行可能なモジュールはある形態
のコンピュータ読み取り可能記憶媒体上で及び／又は１つ以上のハードウェア要素１５１
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ューティングデバイス１５０２はソフトウェア及び／又はハードウェアモジュールに対応
する特定の命令及び／又は機能を実施するように構成され得る。したがって、コンピュー
ティングデバイス１５０２によってソフトウェアとして実行可能なモジュールの実施は、
例えばコンピュータ読み取り可能記憶媒体及び／又は処理システム１５０４のハードウェ
ア要素１５１０の使用を通じて、少なくとも部分的にハードウェアで実現され得る。命令
及び／又は機能は、本明細書で説明した技術、モジュール及び実施例を実施するために１
つ以上の製品（例えば、１つ以上のコンピューティングデバイス１５０２及び／又は処理
システム１５０４）により実行可能／動作可能である。
【００６８】
例示のクレーム実施
　例示の実施は、柔軟材料の端部を該柔軟材料が少なくとも部分的にラミネートされるシ
ャーシの表面の内端に対して固定するための手段と、シャーシの表面の内端に隣接してコ
ンポーネントを取り付けるための手段とを含むシステムを含む。
【００６９】
結語
　構造的特徴及び／又は方法的行為（methodological　acts）に特有の言葉で例示の実施
を説明してきたが、添付の請求項で定義されている実施は、必ずしも説明した特定の特徴
又は行為に限定されないことを理解すべきである。むしろ、特定の特徴及び行為は、特許
請求の範囲に記載の特徴を実施する例示の形体として開示したものである。
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